尊敬的各相关单位：
   您们好！电子污染物排放标准现已进入讨论稿阶段，根据上级的要求，本标准是由电子信息产业五个标准合并成一个统一标准，现对本标准内的“现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”、“新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”、“水污染物特别排放浓度限值”、“现有企业大气污染物排放限值”、“新建企业大气污染物排放限值”、“现有和新建企业边界大气污染物浓度限值”六个表格内容广泛征求行业意见，表中“材”即为CCL，“印”为印制板，如您对表1~表6有任何意见或建议，请填写附件“征求意见单”并回邮至std@cpca.org.cn 截止日期为2013年9月3日。联系人：陈易丽，021-54179011-607。
《电子污染物排放标准》讨论稿节选
表1  现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量
单位为mg/L（pH除外）
	序号
	污染物项目
	限值
	污染物排放
监控位置

	
	
	直接排放
	间接排放
	

	
	
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	

	1
	pH
	6～9
	--
	6～9
	--
	企业废水
总排放口

	2
	悬浮物（SS）
	100
	70
	70
	80
	50
	--
	150
	80
	--
	

	3
	五日生化需氧量（BOD5）
	--
	--
	--
	30
	30
	--
	--
	--
	--
	200
	60
	--
	

	4
	化学需氧量（CODCr）
	100
	100
	100
	100

	80
	--

	200
	200
	200
	200
	200
	--

	

	5
	挥发酚
	0.5
	--
	--
	--
	--
	--
	1.0
	--
	--
	--
	--


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	6
	总氰化物
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	--
	--
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	--
	--
	

	7
	石油类
	5.0
	5.0
	5.0
	--
	3.5
	--
	8.0
	8.0
	8.0
	--
	8.0
	--
	

	8
	氨氮
	25
	10
	25
	15
	15
	--

	50
	15
	50
	35
	25


企业常规污水处理设施总排放口
	--

	

	9
	总氮
	30
	20
	35
	20
	25
	--
	60
	30
	60
	50
	35
	--
	

	10
	总磷
	0.5
	0.5
	1.5
	0.5
	0.5
	--
	1.0
	1.0
	3.0
	5
	1.0
	--
	

	11
	硫化物
	--
	--
	--
	1.0
	--
	--
	--
	--
	--
	1.0
	--


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	12
	氟化物
	10
	10
	10
	10
	5.0
	--

	20
	20
	20
	20
	20
	--

	

	13
	阴离子表面活性剂（LAS）
	--
	--
	--
	--
	5.0
	--
	--
	--
	--
	--
	6.0
	--
	

	14
	三氯乙烯
	--
	--
	--
	--
	0.3
	--
	--
	--
	--
	--
	0.5


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	15
	甲苯
	--
	--
	--
	--
	0.1
	--
	--
	--
	--
	--
	0.1
	--
	

	16
	二甲苯
	--
	--
	--
	--
	0.2
	--

	--
	--
	--
	--
	0.4
	--

	

	17
	总铜
	1.0
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	--

	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	--
	

	18
	总锌
	2.0
	--
	--
	2.0
	2.0
	--
	2.0
	--
	--
	4.0
	2.0
	--
	

	19
	总锰
	--
	--
	--
	--
	2.0
	--

	--
	--
	--
	--
	2.0
	--

	

	20
	总有机碳（TOC）
	--
	--
	--
	30
	30
	--

	--
	--
	--
	60
	50
	--
	

	21
	总汞
	--
	--
	--
	--
	0.05
	--
	--
	--
	--
	--
	0.05
	--
	车间或生产设施废水排放口

	22
	烷基汞
	--
	--
	--
	--
	不得检出
	--
	--
	--
	--
	--
	不得检出
	--
	

	23
	总镉
	0.1
	--
	--
	0.1
	0.1
	--
	0.1
	--
	--
	0.1
	0.1
	--
	

	24
	总铬
	1.5
	--
	--
	0.5
	1.0
	--

	1.5
	--
	--
	0.5
	1.0
	--

	

	25
	六价铬
	0.5
	--
	--
	0.1
	0.5
	--

	0.5
	--
	--
	0.1
	0.5
	--

	

	26
	总砷
	0.5
	0.5
	0.5
	0.2/0.31)
	0.2
	--
	0.5
	0.5
	0.5
	0.2/0.31)
	0.2
	--
	

	27
	总铅
	1.0
	0.1
	0.1
	0.5
	1.0
	--

	1.0
	0.1
	0.1
	0.5
	1.0
	--

	

	28
	总镍
	1.0
	0.5
	1.0
	0.5
	1.0
	--

	1.0
	0.5
	1.0
	0.5
	1.0
	--

	

	29
	总铍
	--
	--
	--
	--
	0.005
	--

	--
	--
	--
	--
	0.005
	--

	

	30
	总银
	--
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	--

	--
	0.1
	0.1
	0.1
	0.2
	--

	

	单位产品基准排水量
	半导体：≤6英寸芯片生产，m3/片
	3.2
	排水量剂量位置与污染物排放监控位置一致

	
	半导体：8英寸芯片生产，m3/片
	6.0
	

	
	半导体：12英寸芯片生产，m3/片
	11
	

	
	半导体：封装测试，m3/千块产品
	2.0
	

	
	半导体：分立器件，m3/万块产品
	3.5
	

	
	平板显示器件：单位：m3/m2玻璃基板
	3.42）
	

	
	电子元件：m3/t产品
	5.0
	

	
	PCB：单面板，单位：m3/m2
	0.3
	

	
	PCB：双面板，单位：m3/m2
	1.32
	

	
	PCB：多层板（2+n）层，单位：m3/m2
	(1.3+0.49n)4)
	

	
	PCB：HDI板（2+n）层，单位：m3/m2
	(1.3+0.79n) 5)
	

	
	
	
	

	
	电子材料：硅单晶材料，m3/t产品
	2200
	

	
	电子材料：电子铜箔，m3/t产品
	100
	

	
	电子材料：其他，m3/t产品
	5.0
	

	
	电子材料：其他，m3/t产品
	5.0
	

	注：1）以21英寸彩色显像管计。
2）本数据包括的工艺过程有：阵列＋成盒＋模块。
3）适用于砷化镓半导体生产工艺。
4）表中印制电路板层数加“n”是正整数。如6层多层板是（2+4），n为4；HDI板层数包含芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在2层基础上加上n层；刚挠板是以刚性或挠性的总层数计算。
5）括号内的限值为印制电路板企业执行的间接排放限值。


4.1.2 自201 年 月 日起，现有企业执行表1规定的水污染物排放限值。
4.1.3 自201 年 月 日起，新建企业执行表2规定的水污染物排放限值。
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表2  新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量
单位为mg/L（pH除外）
	序号
	污染物项目
	限值
	污染物排放
监控位置

	
	
	直接排放
	间接排放
	

	
	
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	

	1
	pH
	6～9
	--
	6～9
	--
	企业废水
总排放口

	2
	悬浮物（SS）
	80
	50
	50
	70
	40
	--
	150
	80
	--
	

	3
	五日生化需氧量（BOD5）
	--
	--
	--
	25
	20
	--
	--
	--
	--
	200
	60
	--
	

	4
	化学需氧量（CODCr）
	100
	80
	100
	90

	60
	--

	200
	200
	200
	200
	100
	--

	

	5
	挥发酚
	0.3
	--
	--
	--
	--
	--
	0.6
	--
	--
	--
	--


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	6
	总氰化物
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	--
	--
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	--
	--
	

	7
	石油类
	5.0
	5.0
	5.0
	--
	3.5
	--
	8.0
	8.0
	8.0
	--
	3.5
	--
	

	8
	氨氮
	15
	5.0
	20
	12
	10
	--

	25
	15
	50
	35
	20


企业常规污水处理设施总排放口
	--

	

	9
	总氮
	20
	15
	30
	15
	20
	--
	35
	30
	70
	50
	30
	--
	

	10
	总磷
	0.5
	0.5
	1.0
	0.5
	0.5
	--
	1.0
	1.0
	3.0
	5
	1.0
	--
	

	11
	硫化物
	--
	--
	--
	1.0
	--
	--
	--
	--
	--
	1.0
	--


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	12
	氟化物
	10
	10
	10
	10
	8
	--

	20
	20
	20
	20
	10
	--

	

	13
	阴离子表面活性剂（LAS）
	--
	--
	--
	--
	3.0
	--
	--
	--
	--
	--
	6.0
	--
	

	14
	三氯乙烯
	--
	--
	--
	--
	0.1
	--
	--
	--
	--
	--
	0.5


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	15
	甲苯
	--
	--
	--
	--
	0.1
	--
	--
	--
	--
	--
	0.1
	--
	

	16
	二甲苯
	--
	--
	--
	--
	0.2
	--

	--
	--
	--
	--
	0.2
	--

	

	17
	总铜
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	--

	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	--
	

	18
	总锌
	2.0
	--
	--
	2.0
	1.0
	--
	2.0
	--
	--
	4.0
	1.0
	--
	

	19
	总锰
	--
	--
	--
	--
	1.0
	--

	--
	--
	--
	--
	1.0
	--

	

	20
	总有机碳（TOC）
	--
	--
	--
	25
	25
	--

	--
	--
	--
	60
	50
	--
	

	21
	总汞
	--
	--
	--
	--
	0.002
	--
	--
	--
	--
	--
	0.002
	--
	车间或生产设施废水
排放口

	22
	烷基汞
	--
	--
	--
	--
	不得检出
	--
	--
	--
	--
	--
	不得检出
	--
	

	23
	总镉
	0.1
	--
	--
	0.1
	0.05
	--
	0.1
	--
	--
	0.1
	0.05
	--
	

	24
	总铬
	0.5
	--
	--
	0.5
	0.5
	--

	0.5
	--
	--
	0.5
	0.5
	--

	

	25
	六价铬
	0.3
	--
	--
	0.1
	0.2
	--

	0.3
	--
	--
	0.1
	0.2
	--

	

	26
	总砷
	0.3
	0.3
	0.3
	0.2
	0.1
	--
	0.3
	0.5
	0.5
	0.2
	0.1
	--
	

	27
	总铅
	0.5
	0.1
	0.1
	0.5
	0.5
	--

	0.5
	0.1
	0.1
	0.5
	0.5
	--

	

	28
	总镍
	0.5
	0.3
	0.3
	0.1
	0.5
	--

	0.5
	0.5
	0.5
	0.1
	0.5
	--

	

	29
	总铍
	--
	--
	--
	--
	0.005
	--

	--
	--
	--
	--
	0.005
	--

	

	30
	总银
	--
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	--

	--
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	--

	

	单位产品基准排水量
	≤6英寸芯片生产，m3/片
	3.2
	排水量剂量位置与污染物排放监控位置一致

	
	8英寸芯片生产，m3/片
	6.0
	

	
	12英寸芯片生产，m3/片
	11
	

	
	封装测试，m3/千块产品
	2.0
	

	
	分立器件，m3/万块产品
	3.5
	

	
	彩色显像管，m3/（只）
	0.651）
	

	
	液晶显示面板（TFT-LCD）生产，m3/m2玻璃基板
	3.42）
	

	
	单面板，单位：m3/m2
	0.3
	

	
	双面板，单位：m3/m2
	1.32
	

	
	多层板（2+n）层，单位：m3/m2
	(1.3+0.49n)4)
	

	
	HDI板（2+n）层，单位：m3/m2
	(1.3+0.79n) 5)
	

	
	硅单晶材料，m3/t产品
	2200
	

	
	电子铜箔，m3/t产品
	100
	

	
	其他，m3/t产品
	5.0
	

	注：1）以21英寸彩色显像管计。
2）本数据包括的工艺过程有：阵列＋成盒＋模块。
3）适用于砷化镓半导体生产工艺。
4）表中印制电路板层数加“n”是正整数。如6层多层板是（2+4），n为4；HDI板层数包含芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在2层基础上加上n层；刚挠板是以刚性或挠性的总层数计算。
5）括号内的限值为印制电路板企业执行的间接排放限值。


表3  水污染物特别排放浓度限值
单位为mg/L（pH除外）
	序号
	污染物项目
	限值
	污染物排放
监控位置

	
	
	直接排放
	间接排放
	

	
	
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	

	1
	pH
	6～9
	--
	6～9
	--
	企业废水
总排放口

	2
	悬浮物（SS）
	20
	20
	20
	20
	10
	--
	80
	50
	50
	150
	50
	--
	

	3
	五日生化需氧量（BOD5）
	--
	
	
	10
	10
	--
	--
	--
	--
	200
	30
	--
	

	4
	化学需氧量（CODCr）
	60
	50
	50
	50

	50
	--

	100
	100
	100
	200
	90
	--

	

	5
	挥发酚
	0.2
	--
	--
	--
	--
	--
	0.3
	--
	--
	--
	--


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	6
	总氰化物
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2 
	--
	--
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	--
	--
	

	7
	石油类
	5
	1.0
	1.0
	--
	1.0
	--
	8
	5.0
	5.0
	--
	1.0
	--
	

	8
	氨氮
	8
	10
	10
	8
	5
	--

	15
	20
	20
	35
	5


企业常规污水处理设施总排放口
	--

	

	9
	总氮
	15
	20
	20
	10
	15
	--
	20
	30
	30
	50
	15
	--
	

	10
	总磷
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	--
	0.5
	1.0
	1.0
	5
	0.5
	--
	

	11
	硫化物
	--
	--
	--
	0.9
	--
	--
	--
	--
	--
	1.0
	--


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	12
	氟化物
	9
	5.0
	5.0
	9.0
	8
	--

	10
	10
	10
	18
	8
	--

	

	13
	阴离子表面活性剂（LAS）
	--
	--
	--
	
	0.5
	--
	--
	--
	--
	--
	1.0
	--
	

	14
	三氯乙烯
	--
	--
	--
	
	0.1
	--
	--
	--
	--
	--
	0.1


企业常规污水处理设施总排放口
	--
	

	15
	甲苯
	--
	--
	--
	
	0.1
	--
	--
	--
	--
	--
	0.1
	--
	

	16
	二甲苯
	
	--
	--
	
	0.2
	--

	--
	--
	--
	--
	0.2
	--

	

	17
	总铜
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.2
	--

	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	--
	

	18
	总锌
	1.0
	--
	--
	2.0
	1.0
	--
	2.0
	--
	--
	4.0
	1.0
	--
	

	19
	总锰
	--
	--
	--
	
	2.0
	--

	--
	--
	--
	--
	2.0
	--

	

	20
	总有机碳（TOC）
	--
	--
	--
	15
	15
	--

	--
	--
	--
	60
	30
	--
	

	21
	总汞
	--
	--
	--
	
	0.001
	--
	--
	--
	
	
	0.001
	--
	车间或生产设施废水
排放口

	22
	烷基汞
	--
	--
	--
	
	不得检出
	--
	--
	--
	
	
	不得检出
	--
	

	23
	总镉
	0.1
	--
	--
	0.1
	0.01
	--
	0.1
	
	
	0.1
	0.01
	--
	

	24
	总铬
	0.5
	--
	--
	0.5
	0.1
	--

	0.5
	
	
	0.5
	0.1
	--

	

	25
	六价铬
	0.1
	--
	--
	0.1
	0.05
	--

	0.1
	
	
	0.1
	0.05
	--

	

	26
	总砷
	0.2
	0.1
	0.1
	0.2
	0.1
	--
	0.2
	0.1
	0.1
	0.2
	0.1
	--
	

	27
	总铅
	0.1
	0.1
	0.1
	0.5
	0.1
	--

	0.1
	0.1
	0.1
	0.5
	0.1
	--

	

	28
	总镍
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.05
	--

	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	--

	

	29
	总铍
	--
	--
	--
	0.1
	0.002
	--

	--
	--
	--
	0.1
	0.002
	--

	

	30
	总银
	--
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	--

	--
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1
	--

	

	单位产品基准排水量
	≤6英寸芯片生产，m3/片
	3.2
	排水量剂量位置与污染物排放监控位置一致

	
	8英寸芯片生产，m3/片
	6.0
	

	
	12英寸芯片生产，m3/片
	11
	

	
	封装测试，m3/千块产品
	2.0
	

	
	分立器件，m3/万块产品
	3.5
	

	
	彩色显像管，m3/（只）
	0.651）
	

	
	液晶显示面板（TFT-LCD）生产，m3/m2玻璃基板
	3.42）
	

	
	单面板，单位：m3/m2
	0.3
	

	
	双面板，单位：m3/m2
	1.32
	

	
	多层板（2+n）层，单位：m3/m2
	(1.3+0.49n)4)
	

	
	HDI板（2+n）层，单位：m3/m2
	(1.3+0.79n) 5)
	

	
	硅单晶材料，m3/t产品
	2200
	

	
	电子铜箔，m3/t产品
	100
	

	
	其他，m3/t产品
	5.0
	

	注：1）以21英寸彩色显像管计。
2）本数据包括的工艺过程有：阵列＋成盒＋模块。
3）适用于砷化镓半导体生产工艺。
4）表中印制电路板层数加“n”是正整数。如6层多层板是（2+4），n为4；HDI板层数包含芯板，若无芯板则是全积层层数，都是在2层基础上加上n层；刚挠板是以刚性或挠性的总层数计算。
5）括号内的限值为印制电路板企业执行的间接排放限值。



表4  现有企业大气污染物排放限值
单位为mg/m3
	序号
	污染物项目
	限值
	限值
	污染物排放监控位置

	
	
	
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	

	1
	氮氧化物
	100
	240
	--
	--
	--
	100
	--
	车间或生产设施排气筒

	2
	颗粒物
	100
	100
	20
	20
	--
	100
	--
	

	3
	二氧化硫
	500
	500
	--
	--
	--
	15
	--
	

	4
	氯化氢
	15
	50
	30
	30
	15
	5
	--
	

	5
	硫酸雾
	35
	45
	10
	10
	10
	45
	--
	

	6
	铬酸雾
	0.07
	0.07
	--
	--
	--
	--
	--
	

	7
	氰化氢
	1.2
	--
	--
	--
	1.2
	--
	--
	

	8
	氟化物（以F计）
	5.0
	9
	5.0
	5.0
	4
	5
	--
	

	9
	氯气
	15
	65
	--
	--
	--
	15
	--
	

	10
	苯
	5.0
	--
	5
	5
	--
	--
	5
	

	11
	甲苯
	25
	--
	40
	40
	4
	4
	25
	

	12
	二甲苯
	50
	--
	50
	50
	5
	5
	50
	

	13
	苯乙烯
	6.0
	--
	6
	6
	--
	--
	--
	

	14
	挥发性有机物（VOCs）
	80
	100
	80
	80
	80
	60
	85
	

	15
	丙酮
	20
	
	
	
	20
	--
	--
	

	16
	氨气
	15
	15
	15
	15
	15
	--
	--
	

	17
	铅及其化合物
	3.0
	0.7
	0.2
	0.2
	--
	--
	0.5
	

	18
	锡及其化合物
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	--
	--
	3.0
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	


4.2.2 自201 年 月 日起，现有企业执行表4规定的大气污染物排放限值。
4.2.3 自201 年 月 日起，新建企业执行表5规定的大气污染物排放限值。

表5  新建企业大气污染物排放限值
单位为mg/m3
	序号
	污染物项目
	限值
	限值
	污染物排放监控位置

	
	
	
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端
	

	1
	氮氧化物
	50
	240
	--
	--
	--
	50
	
	车间或生产设施排气筒

	2
	颗粒物
	80
	80
	10
	10
	
	80
	
	

	3
	二氧化硫
	500
	500
	--
	--
	--
	10
	
	

	4
	氯化氢
	10
	30
	15
	15
	10.0
	3
	
	

	5
	硫酸雾
	7.0
	30
	5.0
	5.0
	7.0
	5.0
	
	

	6
	铬酸雾
	0.07
	0.07
	--
	--
	--
	--
	
	

	7
	氰化氢
	1.0
	--
	--
	--
	1.0
	--
	
	

	8
	氟化物（以F计）
	3.0
	5
	3.0
	3.0
	1.5
	3.0
	
	

	9
	氯气
	10
	30
	
	
	
	5.0
	
	

	10
	苯
	3.0
	
	3.0
	3.0
	
	
	3
	

	11
	甲苯与二甲苯合计
	20
	
	
	
	
	20
	
	

	12
	甲苯
	10
	
	25
	25
	3
	
	10
	

	13
	二甲苯
	30
	
	40
	40
	3.5
	
	30
	

	14
	苯乙烯
	3.0
	
	3.0
	3.0
	
	
	
	

	15
	挥发性有机物（VOCs）
	60
	100
	50
	50
	60
	40
	50
	

	16
	丙酮
	15
	
	
	
	15
	
	
	

	17
	氨气
	10
	10
	10.0
	10.0
	
	0.3
	
	

	18
	铅及其化合物
	0.5
	0.5
	0.06
	0.06
	
	
	0.3
	

	19
	锡及其化合物
	5.0
	5.0
	5.0
	5.0
	
	
	2.0
	


4.2.4 企业边界大气污染物任何1小时平均浓度执行表6规定的限值。

表6  现有和新建企业边界大气污染物浓度限值
单位为mg/m3
	序号
	污染物项目
	限值
	限值

	
	
	
	材料
	元件
	印制板
	半导体
	显示器
	终端

	1
	氮氧化物
	0.15
	0.15
	
	
	
	0.15
	

	2
	总悬浮颗粒物
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	
	0.3
	

	3
	氯化氢
	0.2
	0.2
	0.2
	0.2
	
	0.1
	

	4
	硫酸雾
	0.3
	1.0
	0.3
	0.3
	
	0.3
	

	5
	铬酸雾
	0.006
	0.006
	
	
	
	
	

	6
	氟化物（以F计）
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	0.02
	

	7
	氯气
	0.3
	0.4
	
	
	
	0.3
	

	8
	二氧化硫
	0.5
	0.5
	
	
	
	
	

	9
	甲苯与二甲苯合计
	0.6
	
	
	
	
	0.6
	

	10
	苯
	0.4
	
	0.4
	0.4
	
	
	0.2

	11
	甲苯
	2.4
	
	2.4
	2.4
	
	
	0.3

	12
	二甲苯
	1.2
	
	1.2
	1.2
	
	
	0.3

	13
	苯乙烯
	3.0
	
	3.0
	3.0
	
	
	

	14
	挥发性有机物（VOCs）
	4
	4
	4.0
	4.0
	3
	4
	1.5

	15
	氨气
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	
	0.1
	

	16
	铅及其化合物
	0.006
	0.006
	0.006
	0.006
	
	
	0.0035

	17
	锡及其化合物
	0.24
	0.24
	0.24
	0.24
	
	
	0.2




